2026年安徽省第六届集成电路精英赛
自选赛题实施方案

根据《安徽省工业和信息化厅关于印发2026年安徽省第六届集成电路精英赛实施方案的通知》，为推动科技创新和产业创新深度融合，助力我省集成电路领域科技成果转化落地，做好大赛自选赛题组织工作，现制定实施方案如下。

一、参赛条件

1. 参赛主体可为项目团队或参赛企业，其中：项目团队应为参赛项目主要实施方，在安徽省内尚未注册成立集成电路企业；参赛企业应为在安徽省内注册成立、以集成电路设计、制造、封测、材料、装备、EDA工具等为主营业务的企业；

2. 项目应具备技术领先性、市场竞争性、设计新颖性、功能适用性，且具备明确的股权或债权融资需求；
3. 参赛团队或企业拥有项目合法知识产权或使用权（授权），不存在国内外知识产权纠纷、商业侵权等问题；
4. 2024年1月1日以来，项目主要负责人、企业法定代表人或企业未被纳入严重失信主体名单；

5. 参赛选手须为该项目的第一创始人，或为受其委托参赛的项目团队核心成员，参加路演人数不超过3人。
6. 已获得国家级、省级同类赛事奖项的项目，不得申报。

二、时间安排

（一）参赛报名

1. 截止时间。

2026年11月20日24:00。

2. 报名方式。

符合参赛企业或团队，将报名表（详见附件1、附件2）、商业计划书、路演PPT（相关要求见附件3）发送至邮箱ahsia21@yeah.net。
（二）初赛
1. 初赛时间。

2026年11月23-27日。

2. 初赛方式。

初赛采用专家评审方式，由评委对参赛项目进行综合评分，以专家评分的截尾平均值（去掉最高、最低分后取平均，保留1位小数）作为项目最终得分。根据最终得分高低，遴选前15名进入决赛环节。

3. 评委组成。

由赛事承办单位邀请5名行业主管部门、高校、行业企业、投资机构专家担任评委。

（三）决赛

1. 决赛时间。

2026年11月28-29日。

2. 决赛方式。

决赛采用路演答辩方式：参赛企业或项目团队按照抽签号依次上台进行项目路演、讲解PPT，限时10分钟；评委根据项目内容进行提问，由参赛团队进行答辩。评委对参赛项目进行综合评分，以专家评分的截尾平均值（去掉最高、最低分后取平均，保留1位小数）作为项目最终得分。

3. 评委组成。

由赛事承办单位邀请5名行业主管部门、高校、行业企业、投资机构专家担任评委。

三、奖项设置

自选赛题设一等奖3名、二等奖5名、三等奖7名。

四、合作单位

安徽省中小企业发展基金、交通银行安徽省分行、徽商银行、兴业银行合肥分行、科大硅谷服务平台（安徽）有限公司以及相关市投资平台。
五、政策激励

（一）融资对接。向赛事合作银行、金融机构优先推荐获奖参赛项目。相关银行、金融机构为企业或团队在股权融资、债权融资方面择优给予支持。

（二）落地服务。帮助对接省内重点地市及相关开发区，为获奖项目提供产业落地服务。

（三）宣传展示。通过省级媒体、政府平台、行业媒体等渠道，对大赛获奖项目进行宣传报道，提升参赛企业和项目团队的行业知名度及影响力。

附件1
2026年安徽省第六届集成电路精英赛
自选赛题报名表（企业）

	一、企业基本信息

	企业名称
	
	企业简称
	

	所在市
	
	所在县（市、区）
	

	注册时间
	
	注册资金
（万元）
	

	法人代表
	
	统一社会信用代码
	

	现有人数
	
	其中：
研发人数
	

	企业类别
	(设计  (制造  (封装  (测试  (材料  (装备
(EDA工具  (服务  (其他：                   

	企业简介
	（300字以内）

	二、2025年企业生产经营情况

	营业收入
（万元）
	
	利润总额
（万元）
	

	期末资产
（万元）
	
	资产
负债率
	

	研发投入
（万元）
	
	研发投入强度
	

	已授权
专利（个）
	

	主要专利名称及授权公告号
	

	三、参赛项目情况

	项目名称
	

	项目负责人及职务
	
	项目投资
（万元）
	

	已融资
轮次
	(尚未融资  (种子轮  (天使轮  (pre-A  (A轮  (B轮  (C轮

(其他：        

	已融资
金额
	(500万元以下  (500-1000万元  (1000-5000万元

(5000万元-1亿元  (1亿元以上

	项目简介
	（简要介绍项目意义、市场前景、核心技术、投资规模、主要产品、商业模式、特有优势等，不超过500字）

	路演代表及职务
	
	联系方式
	

	融资需求
	(股权融资（      万元）  (债权融资（      万元）

	其他需求
	（如技术合作开发、人才招引、供需对接等）


附件2

2026年安徽省第六届集成电路精英赛
自选赛题报名表（团队）

	一、团队基本信息

	团队名称
	
	负责人

证件照
	

	负责人
	
	
	

	证件类型
	
	
	

	证件号
	
	
	

	团队人数
	
	负责人
联系方式
	

	负责人
简介
	（300字以内）

	团队及
主要成员
简介
	（300字以内）

	团队取得已授权专利情况
	（数量、主要专利名称、授权公告号）

	二、参赛项目情况

	项目名称
	

	项目负责人及职务
	
	项目投资
（万元）
	

	项目类别
	(设计  (制造  (封装  (测试  (材料  (装备
(EDA工具  (服务  (其他：                   

	项目简介
	（简要介绍项目意义、市场前景、核心技术、投资规模、主要产品、商业模式、特有优势等，不超过500字）

	路演代表
	
	联系方式
	

	意向落地区域
	

	融资需求
	(股权融资（      万元）  (债权融资（      万元）

	其他需求
	（如技术合作开发、人才招引、供需对接等）


附件3
商业计划书及路演PPT内容要求
参赛项目商业计划书及路演PPT格式不限，但需包含以下内容：

1. 项目技术创新能力

（1）技术先进性：包括项目价值（如是否打破国外垄断、填补国内行业空白、解决卡脖子问题等）、技术水平（如核心指标和国内外主流方案对比，是否具备优势等）、创新类型（如项目属于架构创新、器件创新、工艺创新、IP/EDA/芯片设计创新等）等。

（2）专利与技术壁垒：包括专利布局（如发明专利、实用新型、布图设计、软著等申请及授权情况等）、技术壁垒（如工艺专有技术、算法、专有IP、独家材料或设备协同等）、知识产权归属等。

（3）技术成熟度：如项目处于概念设计/仿真验证/原型样品/流片验证/小批量/量产阶段。

2. 项目市场前景与商业模式

（1）市场需求空间：包括应用场景、市场规模（如目标市场容量、增长趋势，目标细分市场占有率预期等）、客户痛点等（如是否存在国产替代刚需，客户拓展或意向订单情况等）。

（2）商业化路径：包括产品形态（如芯片/IP/EDA/模组/材料/装备等）、商业模式等。

（3）市场竞争格局：包括细分赛道格局、项目差异化市场优势（如客户粘性、准入门槛、交付服务等市场层面优势）等。

3. 产业化落地能力

（1）产业化实施方案：包括实施计划、项目投资、供应链规划等。

（2）核心团队实力：包括核心成员履历、团队结构、外部支撑等。

（3）综合风险识别与应对：包括对供应链、市场竞争、资金筹措、量产良率爬坡、合规经营等风险评估情况及应对举措等。



